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In einem Marktumfeld, in dem Effizienz, 
Flexibilität, Geschwindigkeit und Kosteneinspa-
rungen zu entscheidenden Erfolgsfaktoren in 
der Verbindungstechnik geworden sind, stellen 
zunehmend komplexer werdende elektronische 
Baugruppen neue Anforderungen an das Lei-
terplattendesign. Der Trend geht eindeutig hin 
zu kompakten Leiterplatten mit oberflächen-
montierten Komponenten, die sich automati-
siert bestücken lassen.

Steckverbinder übernehmen dabei eine Schlüs-
selrolle, da sie eine zuverlässige elektrische und 
mechanische Verbindung zwischen Baugrup-
pen gewährleisten. Mit fortschreitender Minia-
turisierung und zunehmender Automatisierung 
haben sich insbesondere zwei Montagetech-
nologien etabliert:
•	 SMT (Surface Mount Technology)
•	 THR (Through Hole Reflow)

Vorteile
Die Vorteile der SMT- und THR-Montage lie-

gen in der nahtlosen Integration der Anschluss-
technik in den automatisierten Bestückungs-
prozess. Dadurch lässt sich die Effizienz in der 
elektronischen Gerätefertigung deutlich stei-
gern, während zugleich durch den Einsatz voll-
automatisch bestückbarer Anschlusselemente 
nachhaltige Kostensenkungen realisiert wer-
den können. Beide Technologien stellen jedoch 
unterschiedliche Anforderungen an Konstruk-
tion, Materialien sowie an die Ausführung von 
Isolierkörpern und Gehäusen.

Während SMT-Lösungen besonders für Anwen-
dungen mit mittleren elektromechanischen Bela-
stungen geeignet sind, kommen THR-Anschluss-
systeme insbesondere dort zum Einsatz, wo 
höhere mechanische Kräfte auf Leiterplattenkom-
ponenten wirken. Die THR-Technik kombiniert 

dabei die Vorteile der Oberflächenmontage mit 
der Reflow-Lötfähigkeit und erreicht eine Löt-
stabilität, die mit der klassischen Wellenlötung 
vergleichbar ist.

Alles aus einer Hand
Als Anbieter ganzheitlicher Lösungen lie-

fert die CONEC Elektronische Bauelemente 
GmbH ein breites Portfolio an SMT- und THR-
Steckverbindern in unterschiedlichen Baugrö-
ßen und Polzahlen, die gezielt für eine effizi-
ente und automatisierte Fertigung entwickelt 
wurden (Bild  1). Alle SMT-/THR-Steckverbin-
der von CONEC sind zweiteilig aufgebaut und 
zeichnen sich durch eine konstruktive Trennung 
zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse aus 
– die Basis für maximale Flexibilität im Geräte- 
und Gehäusedesign.

M8 SMT/THR | Signalübertragung
Für die Signalübertragung in der Baugröße 

M8x1 bietet CONEC A- und B-codierte Aus-
führungen (Bild 2). Die Isolierkörper sind wahl-
weise mit oder ohne Schirmblech erhältlich und 
stehen in den Polzahlen 3, 4, 5 und 8 zur Verfü-
gung. Ergänzend dazu sind passende Gehäuse 
sowohl für die Vorderwandmontage (Einbau
höhen 9 mm und 13 mm) als auch für die Hin-
terwandmontage (6 mm und 10 mm) verfügbar.

M8 SMT/THR |  
Datenübertragung D- und P-codiert

Neben der D-Codierung für Industrial-Ether-
net-Anwendungen bis 100 Mbit/s bietet CONEC 
auch P-codierte Steckverbinder für das Ether-
CAT-P-Übertragungsprotokoll an (Bild 3). Ether-
CAT P kombiniert ultraschnelle EtherCAT-Kom-
munikation mit einer integrierten 24-V-Strom-
versorgung.

Dabei werden auf einem Datenpaar Kom-
munikation und System- bzw. Sensorversor-
gung (Us) mit 24 V und bis zu 3 A übertragen, 
während das zweite Datenpaar Daten und die 
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Bild 1: SMT- und THR-Steckverbindern in unterschiedlichen Baugrößen und Polzahlen
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Peripheriespannung (Up) zur Versorgung der 
Aktorik führt. Diese direkte Einkopplung der 
Versorgungsspannung in die 100-Mbit-Lei-
tung ermöglicht eine besonders kompakte und 
kosteneffiziente Geräteanschaltung. D- und 
P-codierte Isolierkörper sind als Kupplungs
varianten in SMT- und THR-Ausführung erhält-
lich und werden durch passende Gehäuse für 
Vorder- und Hinterwandmontage in jeweils zwei 
Bauhöhen ergänzt.

M12 SMT | Signalübertragung
Für die Signalübertragung in der Baugröße 

M12 stehen Isolierkörper und Gehäuse für die 
Frontmontage in drei Polzahlen und vier Codie-
rungen zur Verfügung (Bild 4). Die Steckerver-
sionen verfügen über vergoldete Kontakte und 
sind für mindestens 100 Steckzyklen ausgelegt. 
Anwender können zwischen Einbauhöhen von 
9 mm und 13 mm sowie Varianten mit oder ohne 
Schirmfeder wählen.

Die Einbauflansche werden entweder lose 
für die manuelle Bestückung oder auf Rolle für 
automatisierte Bestückungsprozesse geliefert.

M12 SMT/THR |  
Datenübertragung 10 Gbit/s

Die X-codierten M12x1-Isolierkörper von 
CONEC sind für den Datentransfer bis 10 Gbit/s 
ausgelegt und sowohl für die SMT-Oberflächen-
montage als auch als THR-Variante verfügbar 
(Bild 5). Sie sind in verschiedenen am Markt 
standardisierten Einbauhöhen erhältlich und als 
Besonderheit sowohl für eine axiale als auch für 
eine radiale Schirmanbindung konzipiert.

Die bestückte Leiterplatte kann in unterschied-
liche Flanschgeometrien integriert werden, wobei 
das M12x1-Gewinde direkt in das Flanschge-
häuse angeformt werden kann. Die doppelte, 
symmetrische Anordnung der Kontaktfedern 
realisiert eine niederohmige, axiale und radiale 
Schirmanbindung und erfüllt die hohen Anfor-
derungen an eine zuverlässige EMV-Schirmung 
gemäß CAT-6A.

Sollte der verfügbare Bauraum eingeschränkt 
sein, kann wahlweise auf eine der beiden Schirm
anbindungsarten verzichtet werden, ohne die 
automatische Bestückbarkeit zu beeinträchti-
gen. Das radiale Schirmkonzept erlaubt zudem 
einen großen Toleranzausgleich beim Einbau, 
bei gleichzeitig konstant niedrigen Übergangs-
widerständen (Bild 6).

M12 SMT/THR L-codiert | 
Powerübertragung

Neben der Übertragung von Signalen und Daten 
gewinnt auch die effiziente Powerübertragung 
zunehmend an Bedeutung (Bild 7).

Übersicht über SMT- und THR-Steckverbinder von CONEC

Bild 2:  CONEC bietet für die Signalübertragung in der Baugröße M8x1 A- und B-codierte Ausführungen.

Bild 3: CONEC bietet neben der D-Codierung auch P-codierte Steckverbinder  
für das EtherCAT-P-Übertragungsprotokoll an.

Bild 4: Steckverbinder in der Baugröße M12  
für die Signalübertragung. Bild 5: Die X-codierten M12x1 Isolierkörper von CONEC sind für den Datentransfer bis 10 Gbit/s ausgelegt.
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Die fortschreitende Miniaturisierung in der Auto-
matisierungstechnik führt zu immer kompakte-
ren Geräten und Steuerungen auf Feldebene.

Die L-kodierten M12-Isolierkörper von CONEC 
mit Schirmanschluss und O-Ring sind für die voll-
automatische Verarbeitung im THR-Reflow-Löt-
verfahren ausgelegt. Dies steigert die Effizienz 
in der Elektronikfertigung deutlich und reduziert 
gleichzeitig die Fertigungskosten. Die Steckver-
binder werden serienmäßig mit Ansaugfolie oder 
Ansaugkappe geliefert und sind optional in Tape-
and-Reel-Verpackung erhältlich. Ergänzend ste-
hen passende Schutzkappen zur Verfügung.

Der Schirmanschluss zwischen Isolierkörper 
und Flanschgehäuse erfolgt über ein gefedertes 
Schirmblech, das Toleranzen und Mikrobewe-
gungen zuverlässig ausgleicht. Die Kontaktie-
rung erfolgt sicher über zwei Kontaktzonen.

Vorteile aller CONEC SMT/THR 
Steckverbinder Varianten:

•	 Zweiteilig (Isolierkörper und Flanschgehäuse)
•	 Modular im Aufbau
•	 Sowohl in SMT- als auch THR-Technik 

lieferbar
•	 Sowohl für die Front- als auch für die 

Hinterwandmontage geeignet
•	 In verschiedenen Einbauhöhen erhältlich

•	 In Bulkverpackung und als Tape and Reel 
erhältlich

Standardmäßig beträgt die Schutzart im gesteck-
ten und verschraubten Zustand zum Flansch-
gehäuse IP67, im Steckgesicht im ungesteck-
ten Zustand IP20.

Anwendungsbeispiele: 
In der modernen Antriebstechnik, beispiels-

weise in Förderbandanlagen der Logistik- und 
Produktionsautomation, kommen zunehmend 
dezentrale Antriebslösungen zum Einsatz, bei 
denen die Antriebselektronik direkt am Motor 
montiert ist (Bild 8). Um eine einfache, zuver-
lässige und montagefreundliche Anbindung zu 
gewährleisten, werden M12-Einbauflansche in 
THR-Technik direkt auf der Steuerplatine inte-
griert. Dadurch lässt sich die Motorsteuerung 
ohne aufwendige interne Verdrahtung direkt mit 
der übergeordneten Steuerung und der Sensorik 
verbinden. Das reduziert den Montageaufwand 
erheblich und erhöht zugleich die Betriebssicher-
heit – insbesondere in Anwendungen, die dau-
erhaft Vibrationen ausgesetzt sind.

Gehäuse- und Geräteanschlüsse
Ein weiteres typisches Einsatzfeld findet sich im 

Bereich Gehäuse- und Geräteanschlüsse, etwa 
bei Remote-I/O-Modulen in der Fabrikautomation. 
Diese dezentralen Module erfassen Signale von 

Sensoren und Aktoren direkt im Feld und über-
tragen sie an die zentrale Steuerung. Der Ein-
satz mehrerer M12 A-kodierter THR-Einbauflan-
sche ermöglicht eine direkte Leiterplattenmon-
tage und schafft zugleich eine dichte, industrie-
gerechte Schnittstelle nach außen. Auf zusätz-
liche interne Verkabelungen im Gehäuse kann 
verzichtet werden, was nicht nur Platz spart, 
sondern auch die Montage vereinfacht und die 
Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld erhöht. 

Antriebe
Auch bei Drehgeberherstellern spielen inte-

grierte Steckverbindersysteme eine zentrale 
Rolle. In Servoantrieben erfassen Encoder 
direkt am Motor Drehzahl- und Positionsdaten 
für die präzise Regelung von Bewegungsabläu-
fen. Hier kommen häufig M12-Steckverbinder in 
SMT-Technik zum Einsatz, da sie eine beson-
ders kompakte Integration in das Gerätegehäuse 
ermöglichen. Gleichzeitig gewährleisten sie eine 
sichere und stabile Signalübertragung – selbst 
bei starken Vibrationen oder dynamischen Bela-
stungen im Antriebssystem.

Sensorik
In der Sensorik, zum Beispiel bei Drucksen-

soren in hydraulischen Anlagen, sind robuste 
und langlebige Verbindungslösungen unerläss-
lich. Die Sensoren arbeiten oft in rauen Umge-
bungen mit Feuchtigkeit, Temperaturschwan-
kungen und mechanischen Belastungen. M12-Ein-
bauflansche in THR-Technik bieten hier die not-
wendige mechanische Stabilität und sorgen für 
eine dauerhaft zuverlässige elektrische Verbin-
dung, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbe-
dingungen.

Fazit
Typische Anwendungen für SMT- und THR-

Steckverbindersysteme finden sich somit über-
all dort, wo kompakte, robuste und direkt auf 
der Leiterplatte integrierte Schnittstellen gefragt 
sind – von der Antriebstechnik über dezentrale 
I/O-Systeme bis hin zu Sensoriklösungen und 
hochpräzisen Drehgeberanwendungen.  ◄

Schnittbild:	
gelb=	 axiale Schirmanbindung
blau= 	 radiale Schirmanbindung 
rot= 	 Viertelschnitt durch Flanschgehäuse

Bild 6: M12 SMT/THR-Steckverbinder mit L-Codierung

Bild 7: CONEC hat sein Portfolio der L-codierten Einbaukomponenten  
um axiale THR-Varianten mit Schirmblech erweitert.

Bild 8: M12-Steckverbindungslösungen von CONEC 
werden beispielsweise in Intralogistikanlagen 
mit dezentralen Antrieben eingesetzt.  
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